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摘 要

每年國內產生的廢棄資訊產品繁多，尤其通訊產品日新月異汰換率極高，假使無妥善的處理將會對環境造成嚴重的汙染。

本研究係以熱裂解處理廢觸控面板，將廢觸控面板之塑膠部份轉化為油品，由於殘餘固體物大量減少，可使後續貴金屬回

收程序之溶劑使用量降低頗多。如此，將可提升廢觸控面板再利用價值。 　　本研究利用熱裂解處理廢棄觸控面板，評估

回收油品之可行性。在熱裂解實驗中可發現固體殘餘物及液體產物產率隨著裂解溫度增加而下降及上升。最佳裂解條件為

，未破碎之觸控面板在熱裂解溫度為550 ℃、裂解蒸氣滯留時間小於6.7 min、裂解2 小時之條件下，可得較多的液體產物

(>34.12％)，與較少之固體殘餘物20.69％。而液體產物蒸餾後的蒸餾溫度150℃、230℃及300℃作區間，熱值分別為7,661.5

、8,028.7與8,113.9 kcal/Kg，與市面上所可見的原油類雖仍有差異，但其熱值以燃料而言熱值也不低。

關鍵詞 : 熱裂解、觸控面版、聚碳酸酯、聚對苯二甲酸乙二酯、氣化
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